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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月12日(2018.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高周波（ＲＦ）および直流（ＤＣ）電力を電極に結合させるためのキャパシタアセンブ
リであって、
　ＲＦ電源からのＲＦ電力を受け取るための第１の導電性プレートであり、中心孔を含む
、第１の導電性プレートと、
　前記第１の導電性プレートに結合され、前記中心孔を囲む少なくとも１つのキャパシタ
と、
　前記少なくとも１つのキャパシタを介して前記第１の導電性プレートに電気的に結合さ
れた第２の導電性プレートであり、ＤＣ電源からのＤＣ電力を受け取るための入力タップ
と、前記ＲＦおよびＤＣ電力を電極に結合させるための少なくとも１つの出力タップとを
含む、第２の導電性プレートと
を含む、キャパシタアセンブリ。
【請求項２】
　前記第１の導電性プレートが円形である、請求項１に記載のキャパシタアセンブリ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのキャパシタが、チューブラキャパシタである、請求項１または２
に記載のキャパシタアセンブリ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのキャパシタが、前記中心孔のまわりに放射状に配設された複数の
キャパシタである、請求項１または２に記載のキャパシタアセンブリ。
【請求項５】
　中間導電性プレートと、
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　前記中間導電性プレートに結合された第２の複数のキャパシタと
をさらに含み、
　前記複数のキャパシタが、前記第１の導電性プレートと前記中間導電性プレートとの間
に配設され、
　前記第２の複数のキャパシタが、前記中間導電性プレートと前記第２の導電性プレート
との間に配設される、請求項４に記載のキャパシタアセンブリ。
【請求項６】
　前記ＲＦ電力を前記第１の導電性プレートに結合させるための第３の導電性プレート
をさらに含み、
　　前記第１の導電性プレートの前記中心孔は、ねじが切られて、対応してねじが切られ
ているボルトを受け取り、それによって、前記第３の導電性プレートを前記第１の導電性
プレートに結合させる、請求項１または２に記載のキャパシタアセンブリ。
【請求項７】
　前記第１の導電性プレートが、前記第３の導電性プレートと前記第１の導電性プレート
との間の表面接触を増加させるためにガスケットを収容する溝を含む、請求項６に記載の
キャパシタアセンブリ。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの出力タップが複数の出力タップを含む、請求項１または２に記載
のキャパシタアセンブリ。
【請求項９】
　前記複数の出力タップの各々が、それぞれの電極に結合される、請求項８に記載のキャ
パシタアセンブリ。
【請求項１０】
　少なくとも１つの電極を含む基板支持体と、
　前記少なくとも１つの電極に電気的に結合された少なくとも１つのキャパシタアセンブ
リであり、請求項１から９までのいずれかに記載の前記キャパシタアセンブリを含む、少
なくとも１つのキャパシタアセンブリと
を含む基板支持アセンブリ。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの電極に結合された直流（ＤＣ）電源
をさらに含む、請求項１０に記載の基板支持アセンブリ。
【請求項１２】
　前記ＤＣ電源が、前記第２の導電性プレートの前記入力タップを介して前記少なくとも
１つの電極に結合される、請求項１１に記載の基板支持アセンブリ。
【請求項１３】
　前記第１の導電性プレートに結合された高周波（ＲＦ）電源
をさらに含む、請求項１０に記載の基板支持アセンブリ。
【請求項１４】
　前記キャパシタアセンブリと前記ＲＦ電源との間に配設されたＲＦマッチングネットワ
ーク
をさらに含む、請求項１３に記載の基板支持アセンブリ。
【請求項１５】
　前記基板支持アセンブリが静電チャックである、請求項１０から１４までのいずれかに
記載の基板支持アセンブリ。
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